Laboratorium Montazu Zespotéw Elektronicznych i Fotonicznych

Cwiczenie 2: Montaz powierzchniowy elementéw elektronicznych
na plytkach obwodow drukowanych

Zagadnienia do samodzielnego przygotowania:

1. Pasta lutownicza — sktad, zastosowanie, parametry

2. Techniki lutowania (na fali i rozptywowe), ich rdznice i podobienstwa
3. Wady w procesie lutowania powierzchniowego

4. Metody nanoszenia past

5. Potautomatyczne sposoby obsadzania elementow SMD na plytkach obwodow
drukowanych

Polecana literatura:

1. Jan Felba, Montaz w Elektronice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej,
glownie rozdziaty: 7, 9

2. Notatki z wyktadu

3. Internet

Krotki zarys materialu omawianego podczas ¢wiczen:

Pastg lutownicza okres$la si¢ jednorodng zawiesing czgstek stopu lutowniczego w substancji
wigzacej, zawierajacej topnik. Wiasciwosci reologiczne pasty musza by¢ dostosowane do
metody jej nanoszenia.

Pasta musi mie¢ odpowiednig lepko$¢, aby unieruchomi¢ elementy oraz nie moze si¢ rozptywac
po nanoszeniu. Pasty lutownicze sg tiksotropowe, a wigc ich lepko$¢ zmniejsza si¢ w miare
wzrostu szybko$ci $cinania, za§ po ustaniu sily $cinajacej pasta powraca do stanu
poczatkowego.

Pasty w procesie montazu mozna nanosi¢ przy uzyciu: sitodruku, szablonu badZz dozowac.
Lepko$¢ past do druku szablonowego wynosi 6001000 Pa's; dla druku sitowego
400+700 Pa's, za$ z uzyciem dozownika 50+250 Pas.

Najbardziej powszechng wada podczas montazu powierzchnego jest brak potaczenia miedzy
polem kontaktowym a elementem elektronicznym. Kolejng typowa wada jest nieprecyzyjne
osadzenie elementow na polach lutowniczych. Podczas montazu powierzchniowego wptyw na
powstajace bledy ma rowniez charakterystyka temperaturowo-czasowa. Wystepuja wowczas:
rozpryski kulek lutu, wystgpowanie kulek lutu pod elementami elektronicznymi, tworzenie
mostkow lutu.
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Powstawanie mostkéw jest spowodowane nadmiernym osiadaniem pasty w podwyzszonej
temperaturze badz nadmiarowg ilo$cig pasty na polu lutowniczym. Wystepowanie kulek lutu
na powierzchni ptytki PCB jest spowodowane niewlasciwym sktadem pasty lutownicze]
uzywanej w procesie badz zbyt duza szybkoscig grzania. Wystgpowanie tego rodzaju defektu
jest bardzo niebezpieczne dla urzadzen elektronicznych, poniewaz kulki te moga si¢ odrywaé
od powierzchni PCB tworzac zwarcia w ukladzie. Dlatego tez, konieczne jest czyszczenie
powierzchni po procesie lutowania. Inng wspomniang wadg jest wystgpowanie kulek Iutu pod
elementami elektronicznymi. Powstanie takich kulek spowodowane jest nadmiernym
osadzaniem si¢ pasty w podwyzszonej temperaturze badz niewlasciwej rozptywalnosci pasty
na powlokach metalizacji.

Innym, charakterystycznym defektem wystepujacym najczesciej podczas montazu elementow
R/C jest tzw. efekt nagrobkowy (ang. tombstoning). Wystepuje on, kiedy jeden koniec
komponentu elektronicznego nie ma kontaktu z polem lutowniczym. Element taki moze
znajdowac si¢ nawet w pozycji pionowej. Ten defekt zwigzany jest z r6znicg w zwilzalnosci
wyprowadzen obu stron komponentu. Przyczynami wystepowania tego efektu sa:

a) niewlasciwe wymiary pol lutowniczych wzgledem komponentu;

b) niewlasciwa jako$¢ pasty lutowniczej;

c) biad podczas procesu projektowania ptytki (powstanie gradientu temperatury wzdtuz
korpusu);

d) ro6zna lutownoscig p6l kontaktowych badz wyprowadzen podzespotow.

Mechatronika MM500 to pdélautomatyczny system typu ,,pick and place” umozliwiajacy
obsadzanie elementow SMD (z mozliwo$cig dozowania past). Komponenty elektroniczne
umieszczone sg w automatycznie indeksowanym podajniku karuzelowym z 45 przegrodkami.
Podczas zaje¢ zaleca si¢ uzywanie tylko komponentéw z przegrodek 1+8.

W czasie zaje¢ nalezy zaobserwowac, jak zmienia si¢ konsystencja struktury pasty pod
wplywem temperatury. Podczas wykonywania ¢wiczenia przeanalizowaé wptyw temperatury
na jako$¢ wizualng otrzymanej struktury.

Po skonczonym ¢éwiczeniu nalezy koniecznie wylaczy¢ wszystkie uzywane urzadzenia (tj.
stolik grzewczy itp.) i uprzatnaé stanowisko.



